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著作権について 
© 2024 Dynabook Inc. All rights reserved. 

著作権法により、本マニュアルはDynabook株式会社の書面による事前の
許可なく複製することはできません。本書に記載された情報の使用に関
し、いかなる責任も負いません。 

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法
により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした
著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行
うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製
（データ形式の変換を含む）、上演、演奏、展示、改変、複製物の譲渡お

よび貸与、ならびにネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵
害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けること
があります。これらの著作物については、著作権法を遵守のうえ、適切な
使用を心がけてください。 

 

免責事項 
本マニュアルは正確性が検証され、レビューされています。 記載されて
いる手順と説明は、本マニュアルの対象とされたDynabook株式会社の製
造するコンピュータ（以下「本コンピュータ」といいます）に適したもの
です。 ただし、本コンピュータの後継モデルの仕様および本マニュアル
は予告なく変更されることがあります。後継モデルの仕様との差異、本マ
ニュアルの誤り、脱字、相違により直接または間接的に生じた損害につい

て、Dynabookは一切の責任を負いません。 

本マニュアルの「Dynabook」とはDynabook株式会社および/またはその
関連会社を意味します。 

• 修理、部品交換にあたっては、必ずDynabook指定の部品を使用願いま

す。指定外の部品の使用は、動作不良のみならず、火災等の重大な事故
につながる危険性があります。指定外の部品の使用に伴う不具合につい
ては、Dynabookは一切の責任を負いません。 
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商標情報 
インテル、Intelロゴ、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国お
よび／またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商
標です。 

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
における登録商標または商標です。 

Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレ
スおよび HDMIのロゴは、 HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または
登録商標です。 

Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 

USB Type-C®、USB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。 

その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社

が商標として使用している場合があります。 
 

序文 

本マニュアルでは、コンピュータのハードウェア保守サービス方法につい
て説明します。 

 

安全アイコン 

本マニュアルでは、重要な情報に注意を向けるために安全アイコンが使用

されています。 各メッセージの種類は次のように識別されます。 
 

 

 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能
性が想定される状況を示します。 

機器の不適切な使用や指示に従わない場合、データの損失や機器の損
傷、軽傷または中程度の傷害を引き起こす可能性があることをお知らせ
する注意・警告情報です。 

機器を最大限に活用するためのヒントやアドバイスです。 
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本コンピュータの不適切な修理は、安全上の問題を引き起こす可能性があ
ります。Dynabookでは、サービス技術者、正規販売店またはサービスプロ

バイダに対して、以下の安全上の注意事項を厳守するよう求めています。 

■ ネジは必ず正しいドライバーで確実に締めてください。ネジが適切に
固定されていないと、緩んでショートし、過熱、発煙、発火の危険性
を生じる恐れがあります。 

■ バッテリーパックまたはRTCバッテリーを交換する場合は、必ず同
じモデルのバッテリーまたはDynabookが推奨する同等品バッテリー
を使用してください。誤ったバッテリーを取り付けると、バッテリ
ーが破裂する可能性があります。 
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はじめに 

本マニュアルは、本コンピュータのサービス技術者、正規販売店またはサ

ービスプロバイダ（以下、総称して「サービス技術者」といいます）向け

保守マニュアルです。本コンピュータを購入/使用するお客様ご自身による

分解・修理を意図したものではありません。 
 

修理を始める前に 

‒ 本コンピュータに接続されたすべての周辺機器をはずし、バッテリーで

動作させ、バッテリーが完全に放電してから作業を開始してください。

バッテリーが完全に放電すると、電源ボタンを押しても電源が入らなく

なります。バッテリーが完全に放電されていない状態では、電源をオフ

していても機器内部には電源が供給されており、この状態で分解する

と、感電やショートによる火災等の恐れがあります。 

‒ バッテリーの完全放電直後は機器の内部が熱くなっています。十分に冷

えてから作業を行ってください。 
 

修理にあたって 

‒ 必ず、本マニュアルを読み、指定された方法で修理願います。 

‒ 本コンピュータの内部には精密部品があり、静電気を受けると破損しま

す。静電気対策を施してから作業を行ってください。 

‒ 本コンピュータの内部には鋭利な部分があります。ケガをしないようご

注意ください。 

‒ 本マニュアルまたは Dynabookに指定されたものを除き、基板上の部品

や端子を触ったり、押したりしないでください。 

‒ 交換用のバッテリーは充電されています。変形させたり、力を加えたり

しないでください。交換用のものを含め、バッテリーを放置しないでく

ださい。 

‒ 膨らんだり、変形したバッテリー、傷のついたバッテリーの再利用は絶

対にしないでください。 

‒ バッテリーパックの取り付けや、カバーを取りつける際は、バッテリー

部にネジや異物が無いことを確認してください。 

‒ 取り外したバッテリーの分解は絶対にしないでください。 

‒ LCDの交換に際し、ガラスが割れた場合はケガや液晶の流出にご注意

ください。中の液晶が手などについた場合は、15分以上洗い流し、異
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常を感じた場合は医師の診断を受けてください。 

‒ カバーをする前にすべての部品が正しい位置にあり、ネジの締め忘れや

異物が存在しないことを確認してください。 

‒ ボタン電池を万一、飲み込むと重篤な事態を招きます。飲み込んだ場合

は速やかに医師の診断を受けてください。 

 

修理後の確認 

‒ 部品に損傷や異常がある場合は、電源を入れず、必ずサービスセンター

に修理を依頼してください。 

‒ 交換した部品は自治体の規則に従って処理してください。バッテリーは

放電した状態でも一般ごみとしては絶対に捨てないでください。 

‒ 交換した直後のバッテリーはそのままでは使えない状態となっていま

す。ACアダプタを接続し、一度充電してからご使用願います。 



vi 

dynabook B86/C*/CZ/PZ シリーズ  

 

 

目次 

 
第１章 交 換 手 順  

1.1 安全上の注意 ......................................................................................1-3 

1.2 作業を始める前に ...............................................................................1-4 

1.3 分解手順 ..............................................................................................1-4 

1.4 組み立て手順 ......................................................................................1-5 

1.5 工具および装置 ...................................................................................1-6 

1.6 ネジ締めトルク ...................................................................................1-6 

1.7 グリップ色 ..........................................................................................1-7 

1.8 使用ネジの表示 ...................................................................................1-7 

1.9 ベースASSY........................................................................................1-8 

1.10 バッテリーパック ............................................................................ 1-10 

1.11 SSD .................................................................................................. 1-13 

1.12 メモリーモジュール ......................................................................... 1-14 

1.13 ヒートシンクとファン ..................................................................... 1-15 

1.14 システム基板 .....................................................................................1-16 

1.15 子基板 ............................................................................................... 1-21 

1.16 スピーカー ....................................................................................... 1-22 

1.17 スマートカードスロット(対応モデル) .......................................... 1-23 

1.18 タッチパッド ................................................................................... 1-25 

1.19 LCDユニット ................................................................................... 1-27 

1.20 カメラモジュール ............................................................................ 1-30 

1.21 無線アンテナ .................................................................................... 1-32 

1.22 ディスプレイヒンジ ........................................................................ 1-33 

第２章 分解図 

2.1 分解図 ..................................................................................................2-1 

付録 A LCDモジュールの取扱い 

A.1 LCDモジュールの取扱注意事項 ...................................................... A-1 



1-1 

 

 

第1章 
 
 
 
 

交換手順 

 
この章では、サービス技術が者フィールドにおいて交換可能なユニット
(FRU)の取り外し方法と交換方法について説明します。FRU一つを交換
するために全ての FRUを取り外す必要のない場合もあります。以下のチ
ャートは特定の FRUを交換するためにどの FRUを取り外す必要がある
のかを示すガイドです。チャート内の番号は対応する章を示していま

す。 

カバー内のFRUを取り外す全ての場合において、バッテリーパックも取
り外す必要があります。本コンピュータの異常要因と思われるFRUを修
理する場合は、取り外す必要があるFRUの順序をチャートに従って確認

してください。 
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表 1-1 FRU交換順序チャート例 

 
1.9 ベースASSY  

カバーASSY 1.19 LCDユニット 

1.10 バッテリーパック  

1.11 SSD 

1.12 メモリーモジュール 

1.13 ヒートシンクとファン 

1.14 システム基板(交換不可) 

1.15 子基板 

1.16 スピーカー 

1.17 スマートカードスロット(対応モデル) 

1.18 タッチパッド 

1.20 カメラモジュール 

1.21 無線アンテナ 

1.22 ディスプレイヒンジ 

 

チャートの見かた 

このチャートでは以下の例のようなケースを示します。 

SSDを取り外すには “1.9 ベースASSY” 、”1.10 バッテリーパック” 

を先に取り外す必要があります。 

交換の場合は、事前に必要な部品を用意してください。 
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1.1 安全上の注意 

分解を始める前に、以下の安全に関する注意を読み、作業中は必ず遵守して
ください。 

 

 

1. 感電防止のため、本コンピュータの電源を切り、ACアダプタを

コンセントから外しておくこと。 

2. 本コンピュータ内のバッテリーには電気が残っているので、AC

アダプタを外しても感電のリスクがあります。感電防止のため

に、ネックレス、ブレスレット、指輪などの貴金属やアクセサリ

は必ず外しておくこと。濡れた手や湿った手では決して作業しな

いこと。 

3. ケガの恐れがあるので、エッジや角には十分注意すること。 

1. 部品を交換する場合、交換部品が仕様に適合している事を確認するこ

と。本コンピュータの故障を防止するため、異種部品は決して使用し

ないこと。 

2. ショートや発火などの内部破壊を防止するため、ネジやペーパークリ

ップなどの金属物が装置の中に入り込まないようにすること。ネジを

交換する場合は必ず同じサイズのネジを使用すること。全てのネジが

きちんと固定されているか確認すること。ネジが緩んでいるとショー

トの原因となり加熱、発煙、発火を起こす事があります。 

3. 不慮の感電リスクを避けるため、FRUや他の部品を持ち上げる前に、

接続された全てのケーブルを外したことを確認すること。 

4. AC電源を使用する場合、本コンピュータに付属のACアダプタとACケ

ーブルか、Dynabookが推奨したものを使用すること。 

5. 感電防止のため、全ての交換部品は本コンピュータの仕様に適合して

おり、全てのケーブルやコネクタが確実に接続されている事を確認す

ること。 

6. CPUや冷却モジュールなどは使用中に高温になる事があるため、これ

らを交換する場合は十分に熱が下がってから行ない、やけどに注意す

ること。 

1. 必ず純正部品もしくはDynabookが互換部品と認定したバッテリーを

使用すること。他のバッテリーは仕様が異なり、装置と互換がなく、

発火や破裂の危険性があります。 

アルカリ溶液が漏れ出す可能性があるのでバッテリーパックを加熱や

分解をしてはいけません。爆発する可能性があるので、バッテリーパ

ックを火の中に投げ入れてはいけません。 

2. 電源の周辺部品には高電圧がかかっています。動作確認のために

本コンピュータを部分的に分解した状態で電源を入れる必要があ

る場合は、感電リスクを防止するためコネクタや部品に触れない

ように十分に注意してください。また、基本的なメンテナンスで

は個々の部品を分解しないでください。 
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1.2 作業を始める前に 

作業を始める前に以下の点に注意してください。全ての手順はACアダ
プタとバッテリーパックを取り外してから行なってください。バッテリ
ーパックの取り外し方法は 1.12 バッテリーパック に記載されています。 

• 動作異常がない限り本コンピュータを分解しないこと。 

• 推奨された工具を使用すること。 

• 作業および部品の保管の環境は必ず以下のような要素がない場所である

こと。 

■ 埃や汚れ 

■ 静電気 

■ 極端な高温、低温、高湿度状態 

• 必要のない作業は行わず、本マニュアルで説明する分解および取り付

け手順に沿って作業すること。 

• 本コンピュータから取り外した部品は、本コンピュータから離れた安

全な場所に置き、損傷や作業の邪魔にならないようにすること。 

• 分解時には多数のネジを取り外す必要があるため、取り外したネジは

安全な場所に置き、どのネジがどのパーツのものかわかるようにする

こと。 

• 組み立て時は正しいネジを部品の正しい場所に取り付けること。ネジ

のサイズは説明文と図に記載されている。 

• 部品には鋭いエッジや角があるので、ケガをしないよう気を付けるこ

と。 

• 分解するときは、部品やラッチを壊さないように過度の力をかけないよ

うにすること。 

• 取り外した部品で本コンピュータのケースとハーネスを壊さないように

注意すること。 

• FRUの交換後は正常に動作する事を確認すること。 

 

1.3 分解手順 

ケーブルコネクタは 4種類の基本タイプが使用されています。 

■ プレッシャプレートコネクタ 

■ スプリングコネクタ 

■ バックフリップコネクタ 

■ ノーマルピンコネクタ 

プレッシャプレートコネクタの場合、コネクタ上のプラスチック製のプ
レッシャプレートの両側にある保持タグをスライドさせ、コネクタから
ケーブルを引き出します。ケーブルをプレッシャプレートに接続する場
合は、両側の保持タグをスライドさせた状態で、ケーブルを挿しこみ、
両側の保持タグをケーブルが正しい位置になるように押します。ケーブ
ルを軽く引き、きちんと固定されていることを確認します。 
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スプリングコネクタの場合、ストッパを持ち上げるとケーブルは自由に
なり引き出せます。接続する場合は、ストッパが持ち上がった状態でケ
ーブルを挿しこみ、ストッパを下げると固定されます。 

バックフリップコネクタの場合、フリッププレートを持ち上げるとケー
ブルは自由になり引き出せます。接続する場合は、フリッププレートが
持ち上がった状態でケーブルを挿しこみ、フリッププレートを下げると
固定されます。 

それ以外の全てのケーブルではノーマルピンコネクタが使われていま
す。単に引き抜き、押し込むことで取り外しや接続ができます。 

図 1-1 プレッシャプレート コネクタ/スプリング コネクタ/背面 フリップ コネクタ 

 

 

1.4 組み立て手順 

本コンピュータを分解し、異常の原因になっていた部品を修理もしくは交
換した後は、再度組み立てる必要があります。 

本コンピュータの組み立て時には以下の一般的な点に注意してください。 

■ 時間をかけ、指示に忠実に従うこと。急いで組み立てると、新たな問題
を引き起こします。 

■ 全てのケーブルとコネクタがきちんと固定されているか確認すること。 

■ FRUや他の部品を固定する前に、ケーブルがネジや FRUに挟み込ま

れていないことを確認すること。 

■ 全てのラッチがきちんと閉じていることを確認すること。 

■ 再組み立ての際は、ピンやラッチが壊れないように、過度の力をかけ
ないようにすること。 

■ 全ての FRUが正しく取り付けられ、ネジが残っていないことを確認
すること。間違ったネジを使用するとネジ山やネジ頭が損傷し、FRU

が正しく固定できなくなる可能性があります。 

■ 再組み立ての際は、工具や機器によって本コンピュータのケースやハ
ーネスが壊れないように注意してください。 

■ 本コンピュータが正しく移動したことを確認するときは、ヒンジや本
コンピュータ自体に過度の力をかけないでください。 

FRUを取り付けた後は、本コンピュータが正常に動作することを確認して

ください。 
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1.5 工具および装置 

サービス技術者および周囲の人の安全のためにも静電気放電装置(ESD)を
使用することが大切で、この装置の使用により、修理の成功率の向上
と、部品の損傷や破壊による費用を節減できます。分解および組み立て
には以下の器具が必要です。 

■ 00番ビット・プラスドライバー(キーボード用) 

■ 0番ビット・プラスドライバー(薄型ネジ用) 

■ 1番ビット・プラスドライバー(上記以外用) 

■ マイナスドライバー(CPU取り外し用) 

■ ピンセット(ネジ取り出し用) 

■ ESDマット(作業机や床に敷く) 

■ ESDリストストラップおよびヒールグラウンダ 

■ 静電防止カーペットまたは床 

■ 静電気敏感エリアでの空気イオン化装置 

■ アンテナケーブル取り外し治具 

■ 放熱グリス用注射器 

■ 改ざん防止ピンに対応するT8サイズのトルクスドライバー（星型ドライ

バー）1本（JP 5G/LTEモデル専用）（ベース ASSYのトルクスHEADネ

ジの取り外し/固定用） 

 

1.6 ネジ締めトルク 

ネジ締めは以下のトルク値に従ってください。 
 

 

■ M2 (2mm)   0.17 N•m (1.7 kgf cm) 

■ M2.5 (2mm)   0.17 N•m (1.7 kgf cm) 

■ M4 (2mm)   0.17 N•m (1.7 kgf cm) 

■ M3 (2mm)   0.17 N•m (1.7 kgf cm) 

締め過ぎは部品やネジの損傷の可能性があり、締め付け不足はネジの緩

みや外れによってショートや他の損傷の原因になる可能性があります。 

Dynabookは迅速かつ正確なネジ締めのために電動スクリュードライバ

ーの使用を推奨します。 
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1.7 グリップ色 

サービス技術者がネジ長を容易に識別できるようにグリップ部に着色し
たネジが使われる場合があります。 

[ノーマルグリップ] 

■ 一般長ネジ：青色 

■ 強グリップネジ：黄色 

 
 

1.8 使用ネジの表示 

メンテナンスを容易にするため、ネジの種類を本コンピュータ筐体に表示し
てあります。 

ネジ種類＋ネジ長 (mm) 

ネジ形状 

B: Bindネジ(Bind screw) 

F: Flat headネジ(Flat head screw) 

S: Super thin headネジ(Super thin head screw) 

T: Tappingネジ(Tapping screw) 

U: その他のネジ (Unique screws: ナベ頭, スタッド等) 

例) B6 ... 6mm長BINDネジ 

ネジ色/素材 

B: Black(黒色)/ニッケル 

C: Silver(銀色)/非六価クロメート 

U: その他のネジ (Unique screws: スタッド等) 

  

グリップ部 

低頭ネジ(ネジ頭が平らになっているネジ)の破損防止のために、0番ビッ
トドライバーを使用してください。軸方向へも力を加えながらネジを回
してください。このネジはドライバーとネジ頭の接触面積が一般に使用

されているナベ型ネジ頭に比べて小さいためです。 

OK NG 
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1.9 ベースASSY 

1.9.1 ベースASSYの取り外し 

ベースASSYを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ 「スタート」をクリックし、「電源」を選択してから、SHIFTキーを押

しながら「シャットダウン」をクリックして、コンピュータの電源を切

る  

■ コンピュータからACアダプタやその他の外部デバイスを取り外す 

■ コンピュータを裏返し、底面が上になるようにテーブルに平らに置く 

■ ベースASSYを固定している以下のネジを取り外す 

• M2×3.5B FLAT HEAD ネジ ×4  (図 1-4 中“3.5”) 

• M2×5.5B FLAT HEAD ネジ ×6  (図 1-4 中“5.5”) 

 
図 1-4 ベースASSYの取り外し (1) 

 

■ プラスチックピックをベースカバーとベースASSYの間に優しく滑り込
ませ、取り外す 

  



交換手順 

 

1-9 

 

 

図 1-5 ベースASSYの取り外し (2) 

 

 

■ 下図に示すように、ベースASSYを持ち上げて、少し後ろに押して取り

外す 

図 1-6 ベースASSYの取り外し (3) 
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1.10 バッテリーパック 

1.10.1 バッテリーパックの取り外し 

バッテリーパックを取り外すには以下の手順に従ってください。 
 

■ システム基板のコネクタからバッテリーハーネスを取り外す 

 
図 1-7 バッテリーパックの取り外し(1) 

 

 

 

■ バッテリーパックを固定している以下のネジを外す 

• M2×3.5B S-THIN HEAD ネジ x2 

• M2×4.5B S-THIN HEAD ネジ x3 
 

図 1-8 バッテリーパックの取り外し (2) 

 

■ バッテリーパックを取り外す 
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図 1-9 バッテリーパックの取り外し (3) 

 

 

1.10.2 バッテリーパックの取り付け 

バッテリーパックを取り付けるには以下の手順に従ってください。 
 

 

■ バッテリーパックの下のケーブルが正しく接続されているか確認する 

■ 位置決めガイドに従って、バッテリーパックをカバーASSYにセットする 

バッテリーパックを取り外す際に端子をショートさせないように注意す
ること。また、バッテリーパックを落としたり、衝撃を与えたり、分解
したり、ねじったり、曲げたりしないこと。 

取り外した使用済みのバッテリーパックは地方自治体の定める条例また

は規則に従って廃棄すること。 

リチウムイオンバッテリーパックは正しく取り付け、使用、取り扱い、

廃棄を行なわないと爆発の危険があります。廃棄は地方自治体の定める

条例または規則に従って行うこと。 

Dynabookが認定したバッテリーのみを使用すること。 

バッテリー端子を目視確認し、汚れがあった場合は乾いた布で拭き取る

こと。 
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図 1-10 バッテリーパックの取り付け (1) 

 

■ バッテリーパックをカバーASSYにセットし、ネジで固定する 

• M2×4.5 S-THIN HEAD ネジ x3 

• M2×3.5 S-THIN HEAD ネジ x2 

図 1-11 バッテリーパックの取り付け (2) 

 

■ バッテリーハーネスをシステムボードのコネクタに接続する。バッテリ
ーソケットの上向きの2つの突起に注意すること 

図 1-12 バッテリーパックの取り付け (3) 

 

 
  

位置決めガイド 
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1.11 SSD 

1.11.1 SSDの取り外し 

 SSDの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ 以下のネジを外し、SSDをシステム基板のコネクタから外す 

• M2×2.5B S-THIN HEAD ネジ x1 

 

図 1-13 SSDの取り外し 

 

 

 

1.11.2 SSDの取り付け 

SSDの取り付けには以下の手順に従ってください。 

 

■ SSDをシステム基板のコネクタに斜めに挿し込む 

■ SSDを押し下げ、ネジで固定する 

  

SSDの上や下から押さないように気を付けてください。圧力によりデー

タ消失や装置が損傷する可能性があります。 

損傷を防ぐため、常にSSDの側面を持ってください。 

取り付け時にSSDが破壊されることを防ぐために、SSDの中央部を押さ
ないでください。常にSSDの側面を持ってください。 
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1.12 メモリーモジュール 

1.12.1 メモリーモジュールの取り外し 

メモリーモジュールの取り外しは以下の手順に従ってください。 

■ 左右のラッチを外側に開きメモリーモジュールを取り出す 

図 1-14 メモリーモジュールの取り外し 

 

1.12.2 メモリーモジュールの取り付け 
 

メモリーモジュールの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ メモリーモジュールの切り欠きをメモリスロットの切り欠きと合わせ、

約30度の角度でモジュールをスロットに優しく挿入し、両側のラッチが

カチッとはまるまで押し下げる 

 
  

メモリーモジュールを取り付けた後、左右のラッチでメモリーモジュー

ルが固定されていることを確認してください。 
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1.13 ヒートシンクとファン 

1.13.1 ヒートシンクとファンの取り外し 

ヒートシンクとファンを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ 以下のネジを取り外す 

• M2×4.5B S-THIN HEAD ネジ x6 (下図の緑の部分) 

• M2×2.5B S-THIN HEAD ネジ x4 (下図の赤の部分) 

■ ヒートシンクとファンをカバーASSYから取り外す 

 

1.13.2 ヒートシンクとファンの取り付け 

ヒートシンクとファンを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ ヒートシンクに古いシリコングリースが付いている場合は、それを拭き

取り、専用注射器を使って新しいシリコングリースをヒートシンクに塗

布する 

■ ヒートシンクをセットし、ネジで固定する 

• M2×2.5B S-THIN HEAD ネジ x4 (下図の赤の部分) 

■ ファンをセットし、ネジで固定する 

• M2×4.5B S-THIN HEAD ネジ x6 (下図の緑の部分) 
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1.14 システム基板 

1.14.1 システム基板の取り外し 
 

 

システム基板の取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ Wi-FiモジュールからINSU SQUAREを剥がす 

■ Wi-Fiモジュールからアンテナケーブルを外す 

■ アンテナケーブルを巻いておく 

 

  

1. システム基板は、製造情報の更新が必要なため、お客様は交換でき

ません。サービスセンターに依頼してください。 

2. 交換せず、システム基板を取り外し/取り付けする場合は、取り扱い

禁止領域を持たないようにしてください。 

 

取り扱い禁止領域 
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■ MB-DB PFC、スピーカーソケット、KBバックライトFPC、スマートカ

ードFPC、KB-FPC、FP-FPC、LCD FPC、DC-INハーネスを取り外す 

■ 右左のヒンジネジ（M2×4.5 x6、M2×2.5 x1）を取り外し、LCDユニット

を90度に開いて作業台にベースカバー側が下になるように置く 

 

• M2×4.5B S-THIN HEAD ネジ x6 

• M2×2.5B S-THIN HEAD ネジ x1 

 
 

DC-IN ハー

ネス 

LCD FPC 
MB-DB  

FPC 

スマートカー

ドFPC 

KBバックライ

トFPC 

スピーカー

ソケット 
KB-FPC 

FP-FPC 

FP-FPC 

スピーカ

ーソケッ
ト 

M2x4.5 

M2x2.5 
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■ 以下のネジ (M1.6x3 x1, M2x2.5 x1)を外し、IO固定金具を取り除く 

 

• M1.6×3B S-THIN HEAD ネジ x1 

• M2×2.5B S-THIN HEAD ネジ x1 

■ システム基板を取り出す 

 

1.14.2 システム基板の取り付け 

システム基板を取り付けるには以下の手順に従ってください。 
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■ システム基板を所定の位置にセットする。FPCやスピーカーハーネスが
システム基板の下に入らないように注意すること 

 

■ システム基板をネジで固定する 

■ ヒートシンクを取り付ける 

■ 左右のファンを取り付ける 

■ LCDユニットを90度にセットし、右左のヒンジをネジで固定する 

• M2×4.5B S-THIN HEAD ネジ x6 (下図の赤の部分) 

• M2×2.5B S-THIN HEAD ネジ x1 (下図の緑の部分) 

 

■ IO固定金具をネジで取り付ける 

• M1.6×3B S-THIN HEAD ネジ x1 (下図の赤の部分) 

• M2×3.5B S-THIN HEAD ネジ x1 (下図の緑の部分) 

M2x4.5 

M2x2.5 
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■  MB-DB PFC、スピーカーソケット、KBバックライトFPC、スマートカ
ードFPC、KB-FPC、FP-FPC、LCD FPC、DC-INハーネスを接続する 

■ Wi-FiアンテナケーブルをWi-Fiモジュールのコネクタに接続する 

■ Wi-FiアンテナケーブルをカバーASSYの上に引き回す 

■ 新しいINSU SQUAREを所定の位置に貼る 

■ メモリーモジュールとSSDを取り付ける 

 

  

DC-IN ハー

ネス 

LCD FPC 
MB-DB  

FPC 

スマートカー

ドFPC 

KBバックライ

トFPC 

スピーカー

ソケット 
KB-FPC 

FP-FPC 

FP-FPC 

スピーカ

ーソケッ
ト 
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1.15 子基板 

1.15.1 子基板の取り外し 

子基板を取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ ネジを外す (M2x4 x2). 

• M2×4B S-THIN HEAD ネジ x2 (下図の赤の部分) 

■ 子基板を取り出す 

1.15.2 子基板の取り付け 

子基板を取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ 子基板を所定の位置にセットし、ネジで固定する 

• M2×4B S-THIN HEAD ネジ x2 (上図の赤の部分) 

■ 子基板とシステム基板をMB-DB PFCで接続する 
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1.16 スピーカー 

1.16.1 スピーカーの取り外し 

スピーカーを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ スピーカーソケットをシステム基板のコネクタから切り離し、スピーカ
ーハーネスをカバーASSYのテープから外す 

 

1.16.2 スピーカーの取り付け 

スピーカーを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ スピーカー（左と右）を所定の位置にセットする 

■ スピーカーハーネスをガイドテープでカバーASSYに引き回す 

■ スピーカーソケットをシステム基板のコネクタに接続する 
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1.17 スマートカードスロット(対応モデル) 

1.17.1 スマートカードスロットの取り外し 

スマートカードスロットを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ スマートカードスロットスロットからネジを取り外す 

• M2×2B S-THIN HEAD ネジ x1 

■ スマートカードスロットFPCを取り外す 

 

1.17.2 スマートカードスロットの取り付け 

スマートカードスロットを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ スマートカードスロットをベースカバーASSYのスロットに置き、左に

押し込んで平らにする 

■ スマートカードスロットをネジで固定する 

• M2×2B S-THIN HEAD ネジ x1 
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■ スマートカードスロットFPCを接続する 

 

  



交換手順 

 

1-25 

 

 

1.18 タッチパッド 

1.18.1 タッチパッドの取り外し 

タッチパッドを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ タッチパッドと指紋センサーFPCを切り離し、導電性シートを取り外す 

■ タッチパッドのブラケットとタッチパッドを取り外す 

 

1.18.2 タッチパッドの取り付け 

タッチパッドを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ タッチパッドをベースカバーに置く 

■ プラスチックシートを貼り付ける 

 

■ タッチパッドとFPCを接続し、導電性シートを貼り付ける 

 

図 1 図 2 

図 4 図 3 
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1.19 LCDユニット 

1.19.1 LCDユニットの取り外し 

LCDユニットを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ LCDマスクからプラスチックシートを取り外す 

 

■ LCDマスクカバーを取り外す 

 

■ LCDの粘着テープを取り外す 

 

■ LCDを取り外す 
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1.19.2 LCDユニットの取り付け 

LCDユニットを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ LCDユニットを用意し最初にLCDケーブルのバックルを開け（図1）、

次にLCDケーブルをスクリーンベースに挿入し、リングバックルを固定

する（図2） 

■ LCDケーブルの粘着剥離紙を剥がし（図3）、LCDケーブル取り付け用

PCシートをモニターに取り付ける（図4） 

■ LCDをLCDカバーASSYの上側に位置させて取り付け（図5）、LCDケー

ブルを配置する（図6）、LCDケーブルの粘着面付きの遠心紙を剥がし

てLCDケーブルを固定する 

■  LCDカバーにLCDマスクの装飾を取り付ける（図7） 

■ プラスチックシートをLCDカバーと画面に取り付け、プラスチックシー

トに重なりがないことを確認し、圧力保持具にセットする 

 

■ 左右のヒンジカバーを取り付ける 

 

図 1 図 2 

図 3 図 4 

図 5 

図 6 

図 7 

LCDケーブルリングバックル 

バックルを一番下まで

押し下げる 

粘着面付

き剥離紙 

LCDケーブルの粘着剥離紙を

剥がす 

LCDは上部に固定すること 
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■ LCDユニットをベースASSYに取り付ける 
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1.20 カメラモジュール 

1.20.1 カメラの取り外し 

カメラを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ カメラブラケットとネジを取り外す 

• M2×2.5B S-THIN HEAD ネジ x2 

 

■ カメラのトグルスイッチを取り外す 

 

■ カメラのFPCとカメラを取り外す 

 

1.20.2 カメラの取り付け 

カメラを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ カメラの裏面の粘着剥離紙を剥がし、位置決め穴に従ってLCDカバーの

位置決めコラムにカメラを固定する。配線を固定するためにアセテート

布を取り付ける 

■ スクリーンケーブルを取り出し、カメラFPCケーブルを取り付け、カメ

ラソケットに挿入してロックする（リミットシルクスクリーンラインが

傾いたり、光漏れしたりしないように注意すること） 

トグルスイッチ 
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■ スクリーンカメラのFPCラインの裏面の剥離紙を剥がし、FPCをLCDカ

バーのラインスロットに取り付ける 

■ カメラのトグルスイッチを取り出し、図1に示すようにLCDカバーの位

置決めスロットに取り付ける 

■ カメラハードウェアブラケットを取り出し、図2に示すようにLCDカバ

ーに取り付ける。カメラハードウェアブラケットを位置決め穴に入れ、

押し下げてブラケットをLCDカバーに固定する 

■ ネジでカメラハードウェアブラケットを固定する 

• M2×2.5B S-THIN HEAD ネジ x2 

 
 
  

位置決め穴 

図 1 

図 2 

図 3 

脱落防止接着剤つき黒

ネジ M2x2.5 x2 

トグルスイッチ 
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1.21 無線アンテナ 

1.22.1 無線アンテナの取り外し 

無線アンテナを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ プライマリアンテナとセカンダリアンテナを取り外す 

 

1.22.2 無線アンテナの取り付け 

無線アンテナを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ 無線プライマリアンテナとセカンダリアンテナをLCDカバーに取り付

け、アンテナの配線を図に示すように配置する 
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1.22 ディスプレイヒンジ 

1.22.1 ディスプレイヒンジの取り外し 

ディスプレイヒンジを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ 左右のヒンジのネジを取り外す 

• M2×2B S-THIN HEAD ネジ x6 

  

1.22.2 ディスプレイヒンジの取り付け 

ディスプレイヒンジを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ 左右のヒンジをガイドピンに従って配置し（下図の緑の部分）、ネジで

固定する（下図の赤の部分） 

  

 

図 1 図 2 図 3 図 4 

脱落防止接着剤つき

黒ネジ  M2x2 x3 

脱落防止接着剤つき

黒ネジ M2x2 x3 
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第２章 
 
 
 
 

分解図 

2.1 分解図 

この章では、各交換可能なユニット(FRU)の分解図  を掲載しています。 
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付録 A  

 

 

LCDモジュールの取扱い 

 
A.1 LCDモジュールの取扱注意事項 

LCDモジュールは取り付けや取り外し時に簡単に破損しやすいので、取り扱
う時は以下の注意事項を守ってください。 

1. LCDモジュールをLCDカバーに取り付ける際は、正しい位置で取り付
け、ディスプレイの視認性を最大に保つようにすること 

 

2. モジュールをネジで固定する前に、LCDモジュールの四隅の穴をLCD

カバーの対応する穴と合わせるように注意すること 

ストレスがかかるとモジュールの性能に影響するため、無理に固定しな
いでください。 

また、パネルの表面は傷つきやすいので、取り扱いには注意してくださ
い。 

 
  

OK 

NG 
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3. パネル表面が汚れた場合は綿か柔らかい布で拭き取ること 

それでも汚れが残る場合は、息を吹きかけて軽く曇らせ、もう一度拭
いてください。 

表面がひどく汚れている場合は、CRTクリーニング剤の使用を薦めま

す。クリーニング剤を布にかけ、パネル表面を拭きます。クリーニン
グ剤をパネルに直接かけないでください。 

 

4. 水や他の液体がパネルの表面に長期間残ると、画面の色味が変わっ
たり、しみになったりする可能性があるので、水分はすぐに拭き取
ること 

 

 

5. パネルにはガラスが使用されているため、破損やひびが入らないよ
うに、落下や固い物との衝撃に気を付けること 
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6. モジュールにはCMOS-LSI回路が使われているため、静電気放電に

気を付け、取り扱い時には必ず手首か足首にアースを着けること 
 

7. モジュールを長時間直射日光や強紫外線に曝さないこと 
 

8. 仕様書に書かれた温度以下で保管しないこと 

液晶が凍結したり、電気特性を失ったり、ダメージを受けます。 
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9. LCDモジュールを分解しないこと 

分解すると簡単に壊れます。 
 

10. モジュールの輸送の際、エポキシ樹脂(アミン)やシリコン接着剤(ア
ルコールや酸化物)を含んだ包装材を使用しないこと 

これらの物質はパネルの偏光極性にダメージを与えるガスを発生す
る可能性があります。 

 

 


